
에스에프에이 및 SFA반도체
2021년 실적발표회



본 자료는 2021년 실적에 대한 연간보고서가 제출되지 않은 상태에서

투자자 여러 분의 편의를 위하여 작성된 것으로서, 

본 자료의 내용 중 일부는 사업보고서 제출 과정에서 달라질 수 있음을

양지하시기 바랍니다.

또한, 본 자료는 일부 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 실제의 결과와 향후 차이가 발생할 수 있음을

양지하시기 바랍니다. 
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‘21년 경영실적
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(단위:억원)

구 분 21Y YoY 20Y

매 출 액 15,650 +0.9% 15,512 
SFA 7,838 -6.2% 8,354 
SFA반도체 6,411 +11.9% 5,731 
SNU 1,141 +12.0% 1,019 

영 업 이 익
1,889 +12.9% 1,673 
12.1% 10.8%

순 이 익
1,486 +25.3% 1,186 
9.5% 7.6%

• 사업 포트폴리오 확충으로 연결기준 실적 변동성 대폭 완화

- SFA & SNU : 디스플레이사업 중심에서 이차전지 / 유통 / 반도체 등의 비디스플레이사업 중심으로 성공적 전환

- SFA반도체 : 반도체산업 호황 및 선제적인 경쟁력 강화 조치로 실적 확대

’21년 경영실적
(연결 기준)
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(단위:억원)

구 분 21Y YoY 20Y

매 출 액 7,838 -6.2% 8,354 

국 내 2,870 +22.4% 2,345 

해 외 4,968 -17.3% 6,009 

영 업 이 익
945 -10.6% 1,057 

12.1% 12.7%

순 이 익
693 -38.9% 1,135 

8.8% 13.6%

• 매출액은 인도후진행기준 비중 증가에 따른 매출인식 지연효과로 YoY -6% 감소

- 진행율 기준 적용 시 ‘21년 매출은 8,366억원으로 확대

• COVID19로 인한 비용 증가, 디스플레이장비 경쟁 심화 및 상반기 환율 하락 등으로 영업이익률 소폭 하락

’21년 경영실적
(별도 기준)
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※ 중국자회사 분할 수주 포함 기준

구 분 금액 주 요 내 용

디스플레이 2,338 29%  국내(882억), 해외(1,203억)

비디스플레이 5,703 71%

Glass 1,050 13%  주요 고객사의 기존라인 확대 및 업그레이드 지속

이차전지 2,254 28%  외관검사기, 비파괴CT검사기 등 기술집약장비 수주 확대
 YoY 36% 증가

유통/기타제조 941 12%
 e커머스 기반 유통고객사 투자 확대
 자동차, F&B 등 다양한 산업군의 스마트 물류시스템 수주 확대
 YoY 31% 증가

반도체 1,458 18%  메모리반도체 고객사향 STK, Lifter, OHT 등 수주 확대
 YoY 201% 증가

합계 8,041 100%

• ’21 공시기준 수주액은 8,041억이나, 연간 수주 확정액은 공시기준 대비 상당히 높은 수준

- 연말 수주 확정 되었으나 계약 체결 지연되어 공시기준 수주에 포함되지 않은 확정액 상당규모

• 비디스플레이 수주 비중이 71%로 사업전환 성공적으로 진행 중

• 고성장이 예상되는 이차전지 / 유통 / 반도체 수주 확대로 사업 변동성 축소 및 중장기 성장 동력 확보

수주(1)
(별도 기준)

(단위 : 억원)
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• 과거 디스플레이장비 편중된 사업구조에서 다양한 수요산업으로 portfolio 확대

- 디스플레이사업 집중으로 인한 사업변동 리스크 완화

• 고성장이 예상되는 이차전지 / 유통 / 반도체 사업기반 강화로 실적 변동성 축소 및 중장기 성장기반 강화

수주(2)
(별도 기준)
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71%
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비디스플레이※ 중국자회사 분할 수주 포함 기준
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27% 34%

75% 77% 76%
60%

73% 66%

25% 23% 24%
40%
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수출 내수

• 내수 시장 집중 사업 구조에서 수출이 Main이 되는 사업구조로 전환

- 국내 경제 상황에 따른 회사 실적 변동성 축소

• 글로벌사업 확대로 성장 기반 강화

수주(3)
(별도 기준)
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10

매출
(별도 기준)

• 비디스플레이사업 매출비중 지속 확대

- ’21년 비디스플레이 매출이 전체 매출의 56% 차지

• 단일 수요산업 집중도 완화로 사업변동성 축소, 실적 안정성 강화

비디스플레이

44%

18%
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수주잔고
(별도 기준)

80%

61%

43%
55% 51%

33%

11%

22%

32%
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5% 3% 7% 13%
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디스플레이 유통/기타 Glass 이차전지 반도체

비디스플레이

67%

33%

• 비디스플레이 수주 확대 지속으로 수주잔고 비중도 비디스플레이사업 비중 확대 추세

- ‘21년 말 비디스플레이사업의 수주잔고비중이 67%

• 수주 확정액 기준 ’21년 말 수주잔고 전년 대비 크게 증가, ‘22년 매출 및 수익 확대 예상

20%
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2

부문별 사업 현황 및
향후 전망



• 사업 포트폴리오 확대로 사업실적 변동성 축소 및 중장기 고성장 기반 확보

- 디스플레이 이외 사업다각화 적극 추진으로 이차전지, 반도체, 유통 등 고성장 산업으로 사업 포트폴리오 확대

- 세계 최고 수준의 기술력을 기반으로 Logistics System 역량 강화 및 다양한 공정장비 포트폴리오 확대

• 스마트팩토리 기술 개발 및 적용을 통한 차별화된 기술 경쟁력 강화

13

SFA 사업전략
(사업 포트폴리오)

Display 이차전지 유통〮기타제조반도체Glass

Logistics System : 고객사 생산 / 유통 라인에 특화된 최적의 Logistics 제공

공정장비 : 고객사의 제품 생산에 필요한 다양한 공정장비 제공

스마트팩토리 솔루션



스마트팩토리

기술 기반의

종합장비업체
Display

장비업체

글로벌

스마트팩토리

솔루션 리더
• 스마트팩토리 요소기술

기반의 기술경쟁력

• 성장산업인 이차전지,

유통, 반도체 등의

Non-Display분야로

사업영역 확장

• 스마트팩토리 요소기술

고도화

• 전 장비 스마트화

• 글로벌 시장 진출 확대

• 신규 성장산업으로

사업영역 지속 확장
Display 

+ 
Non-Display

• 스마트팩토리기술 기반의 종합장비업체로 성장

- 스마트기술의 선제적인 개발을 통해 고부가 핵심 요소기술 확보, 스마트장비 사업화

• ‘글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더’의 위상 정립을 vision으로 지속 발전 중

14

New Vision : 글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더

SFA 사업전략
(New Vision)
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출처 : Display Dynamics Summary – July 2021 Analysis, OMDIA 

2021년 2분기 디스플레이 산업 주요 통계, KDIA, 장비 시장 전망
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• '21년 패널사 투자 축소 되었으나, '22년 설비투자 회복 예상

- OLED 패널 적용률 증가로 중소형패널 부문 향후 투자 지속 예상

- OLED TV 수요 증가로 대형패널 부문 투자 증가 기대

• 중장기적으로 μ-LED 등 차세대 Display 관련 설비 투자 확대 전망

(단위 : 십억원)

+28%

Display
(시장 전망)
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사업 아이템 개발 아이템당사 대응 가능 장비군

LLO LED Transfer LED Placement

TFT Side Electrode ACF Lami. ACF Cutting Assembler Repair

BM / CF / Barrier QD QD-CF Lami. OCA / OCR Tiling

uLED Replacement

Back-plane LED Transfer (Tile Package)

Imprint / Inkjet / LASER 2D Lami. LASER Cutter

QD-CF Tiling

Photo - Litho. Inkjet Inkjet + 2D Lami. 2D Lami. / Inkjet 2D Lami. 

LASER 전사

「SFA전망」「SFA전망」

Display
(μ-LED)

• 중장기 성장 기반 확보를 위한 차세대 디스플레이 관련 핵심기술 개발 중

- 일부 공정 장비 사업화 단계 진입 및 전사 장비 / 복합 Repair 장비 등 다수의 핵심 장비 개발

- Turnkey 수주 확보를 위한 기술 개발, 장비 portfolio 구축 중

μ-LED 관련 장비 사업화 현황



「SFA전망」

17

Display
(차별화 경쟁력)

• 중장기 성장 기반 확보를 위해서 차세대 디스플레이 관련 기술 개발 중

• μ-LED 관련 고부가 시장 선점과 Turnkey 공급을 위한 장비 선행 개발 및 사업화에 의미 있는 성과 도출

Assembler

ACF Lami.
& Cutting

LASER 전사
System

LASER Repair
System

사업
아이템

개발
아이템

• 고정밀 합착 정밀도 구현(＜±2㎛)으로 양산 제조 장비 성능 확보(고객사에 기술력 입증)

• 공정 니즈에 부합하는 Crack 및 진동 발생 최소화로 최고의 신뢰성 확보

• Pilot 장비 수주 및 시양산 진행 중

• Lamination & Cutting 복합기 구현으로 우수한 원가 경쟁력 확보로 고객사 ROI 충족

• 최고 기술력의 당사 고유 Lamination 및 Laser 기술 접목을 통한 장비 성능 입증

• Pilot 장비 수주 및 시양산 진행 중

• 시간당 25백만 Unit 이상 대용량 전사가 가능한 최고 성능의 Laser 전사 장비

• 최첨단 광학계를 사용한 Multi Color 동시 전사 기술 적용으로 고객이 요구하는 고효율 생산 장비 공급

• 국내외 고객사와 Sample Test 진행 중

• 2-way Repair 공법(Laser Ablation + ACF Trimming) 등 Tact Time 단축 및 물류 동선 최적화를 통한

고생산성 Transfer System 적용으로 높은 생산 효율성 확보

• 복합 Repair System 구현으로 단동기 대비 최고 수준의 원가 경쟁력 확보로 고객 ROI 충족

• 사내 개발 및 개발기 제작 중



96
157

24975

132

196

33

45

74

0

200

400

600

2022 2025 2030

파우치형 각형 원통형

출처 : SNE 리서치 ‘21년 3월 Global EV and Battery Shipment Tracker, 이차전지 기업 공시 자료 참조, 
일부 당사 추정치 반영
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• 전기차 및 수소차 산업 발전에 따른 이차전지 및 연료전지 제조장비시장 급격한 성장 전망

• 신규 공법 적용, 소재기술 진보, 차세대 전지 개발 등으로 신장비 수요 대폭 확대 예상

• 핵심장비 개발 및 사업화 성공적 진전, 시장 성장률 보다 높은 수주 / 매출 성장 기대

(단위 : GWh)

이차전지
(시장 전망)
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OHT3D CT
비파괴검사기

Stack 측정

AI 외관검사기

핵심장비사업화(조립/ 화성공정)

단폭/ 장폭
Degassing 장비

High Performance
Stacker Crane

Taping & Cell 
포장

이차전지 자동화 시스템

Long cell 
Stack 장비

스마트기술탑재

Stack 장비
개발

Turnkey 수주 역량 확보, 글로벌 시장 확대 (2021~)~2018 스마트 기술 탑재, 핵심장비 사업화 (~2020)

• 이차전지 / 연료전지 핵심 제조장비 개발 및 사업화의 상당한 성과 확보 및 확대 중

- 이차전지에 특화된 자동화 시스템 적용 분야 확대, 핵심장비의 공격적인 개발

- AI 등 스마트기술 적용으로 기술 차별성 강화

• Turnkey 수주 역량 구축 및 글로벌시장 확대를 통해 중장기 성장 도모

전공정별

Logistics 및 공정장비 장비 다변화

연료전지 아이템 확장 및 사업화

장비 아이템 다변화
Full Turnkey 수주 역량 확보

글로벌 수주 확보
차세대 전지 사업 준비

이차전지
(사업 전개 방향성)



Notching

Stacker
& Inspection

Tab Welding
& Wrapping

J/R Insert
& Can 

Welding

1st. EL Filling

Mixing

Automatic 

warehouse,

Conveyor,

AGV,

Loader

Mixer

Process EquipmentMaterial 
Handling

Coating

Pressing

Slitting

Drying

Process EquipmentMaterial 
Handling Process EquipmentMaterial 

Handling

Automatic 

warehouse

AGV, LGV,

Conveyor,

OHT

Automatic 

warehouse

AGV, LGV,

Conveyor,

OHT

Roll Press

Slitter

Vacuum Dryer

X-ray or 3D CT

Stack Measurement 

Nail Insert

IR / OCV

Grading / NG Sorter

전극 제조 공정 조립 공정 화성 공정

Cell Packing System

Formation, 

Aging,

Degassing,

Seal Pin

Welding

&

Grading

Packing 
& Shipment

HT Aging / RT Aging

DCIR

Box Packing System

Hopper Pre-Charger

Hot PressCoater

Notching System

Stacker 

Degassing Machine

Charger-discharger

3D CT

AOI Inspection

모듈 / 팩 조립 공정※ 본 제조공정은 예시로 고객사/제품타입 별로 상이할 수 있음

Welding Insp’
& Leak Check

Electrolyte Filling

Can Welding

J/R Inert

Tape Wrapping

Tab Welding
& Lead Welding

Pre-Charging
& 2nd. 

EL Filling

Seal Pin Welding &
Welding Inspection

Nail Insert / Extract

Electrolyte Filling
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• 국내외 이차전지 Turnkey 수주 역량 구축

- Logistics시스템, 검사장비 및 핵심 공정장비 개발 및 사업화를 통한 포트폴리오 구축

- 이외의 장비는 타 장비사와 컨소시엄을 통해 Turnkey 대응 역량 확보

이차전지
(사업 현황 및 전략)

사업화 장비 개발 진행 장비핵심 설비



유〮통기타제조
(시장 전망)

출처 : Top 20 Materials Handling System Suppliers 2020, May 18, 2020, Modern Materials Handling
Global warehouse automation market size 2012-2026, Sep 14, 2021, Statista
Automated Material Handling Equipment Market, Market and Markets, 일부 당사 추정치 반영

38,458 
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15,468 17,274 19,833 22,548 25,750 29,041 
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70,000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Logistic System(글로벌) Fulfillment Center
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• e-commerce 확대로 고도화된 대규모 Fulfillment Center 수요 급증

• 무인화 및 지능화를 위한 Smart Logistics시스템에 대한 수요 지속 증가

• 핵심 기술, 신장비 개발을 통한 사업 교두보 확보, 시장 성장률 보다 높은 수주/매출 성장 도모

(단위 : 십억원)
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Cross Belt SorterPocket Sorter

공간 효율성 증대
신개념 Logistics시스템

Stacker Crane

적재/적층
장비개발

Sorting  고도화시스템

스마트기능탑재 신개념Logistics시스템

신개념장비 개발, 글로벌 장비사로 발전 (2021~)~2019 핵심장비 내재화, 스마트화 (2020)

Mixed PalletizerRobot Picking 지능형 무인화 Logistics시스템

스마트 장비 확대
장비 아이템 다변화

신사업 발굴
글로벌 사업 확대

• 핵심 기술, 신장비 선제적 개발을 통해 중장기 성장 기반 확보

- 핵심 Logistics시스템 및 검사장비 개발 및 사업화

- 스마트기술 접목을 통한 Logistics시스템 고도화, 장비 다양화 기반의 사업확대 추진 중

• 지능화, 무인화, 스마트화 기술 심화, 글로벌 사업 확대

유〮통기타제조
(사업 전개 방향성)
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보관 이송 분류 (Sorter) 피킹 적재 IT

P
L

T
 A

S
/R

S

M
in

i L
o

ad

P
L

T
S

h
u

tt
le

M
in

iS
h

u
tt

le

A
G

V
 /

 L
G

V

G
T

P
 R

o
b

o
t

R
ai

l 이
송

S
h

u
tt

le

A
M

R
 (
자

율
주

행
)

상
부

레
일

이
송

(P
oc

ke
t)

O
H

T
 (

V
eh

ic
le

)

S
lid

e
S

h
o

e

C
ro

ss
B

el
t

T
ilt

T
ra

y

W
h

ee
l

수
동

피
킹

스
테

이
션

R
o

b
o

t
P

ic
ki

n
g

M
ix

ed
 P

L
T

W
M

S
1

)

W
E

S
2

)

W
C

S
3

)

SFA ● ● △ ● ● ● ● ●
(AI) ●

●
(AI,

PdM)
△ ●

(PdM) △ ● ● ●
(AI)

●
(AI) ● ■

(AI) ●

A사
(국내장비업체) ● ● △ △ ● △ ● ● △ ● △ ● △ ● △ ● △ △ △ △

B사
(국내 SI업체) △ (장비 공급 대부분을 외자 / 국내 협력사에 의존) ● ● ●

C사
(국내장비업체) △ (장비 공급 대부분을 외자 / 국내 협력사에 의존) ● ■ ●

● : 자체 사업화 △ : 외자/국내 협력사 활용 ■ : 개발 중 □ : 개발 검토 중

1) WMS : Warehouse Management System
2) WES : Warehouse Execution System 
3) WCS : Warehouse Control System
※ 상기 경쟁사 B와 C는 국내 그룹사의 계열사임

• 기술 내재화와 장비 다양화 전략으로 폭넓은 자체 포트폴리오 확보, 사업경쟁력과 성장기반 구축

- 핵심 장비 대부분을 수입에 의존하는 경쟁 업체 대비 확실한 경쟁력과 차별성 확보

• AI / PdM 등 스마트기술 적용으로 기술 / 성능 차별성 확대

• WMS, WES, WCS 내재화로 지능형물류시스템 Turnkey 대응 기술 구축

유〮통기타제조
(차별화 경쟁력)



출처 : SEMI 발표 자료 (2020.12), Gartner, July 2019, VLSI Research, March 17, 2020, MarketandMartkets, 일부 당사 추정치 반영
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• 반도체 산업 Super Cycle 지속으로 글로벌 반도체 Logistics시스템 시장 지속 확대 전망

• 일본 수출 규제, 무역 분쟁 심화 등 대내외 환경 변화에 따른 Supply Chain 이원화 가속으로 사업 기회 확대 예상

• 디스플레이 Clean Logistics 역량 기반으로 반도체 Logistics 사업 확대 추진

반도체
(시장 전망)

(단위 : 십억원)



층간Lifter

층간반송
장비개발

N2 Stocker

AI 자율주행
반도체OHT

Clean Module
Conveyor

OHT OCS

반도체 Lifter, Control System SW, PdM Field 적용, OHT 
제어 솔루션 고도화

스마트 기술 탑재 강화

장비 아이템 다변화

Main Fab 장비 시장 진입

스마트장비 제어기술 고도화

층간고속Lifter

Main Fab OHTMain Fab Lifter 

초고층/ 초고속/ 고효율Automation시스템

세계최초 / 최고스마트OHT 시스템 Main Fab용고성능Automation장비

Main Fab 수주 기반 구축, 전공정 사업 확대(2021~)~2016 Back end 핵심설비/스마트장비 개발 및 사업화 (~2020)
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• Back-end 사업화를 통해 사업 확대 교두보 확보

• Main Fab 핵심 기술 개발, 사업 진입 성과
반도체

(사업 전개 방향성)
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3

스마트팩토리
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• 단계별 스마트팩토리 역량 구축 전략을 바탕으로 핵심기술 및 역량 구축 진전

- 핵심기술 개발 및 스마트 장비 개발로 스마트장비사업화 실질적인 성과

• 장비 산업의 독보적 Domain Knowledge 기반 ‘글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더’ 위상 공고화 추진 중

스마트팩토리
(추진 전략)

 AI기반 AOI 검사기, 
비파괴검사기 사업화

 AI기반 AOI 검사기, 
비파괴검사기 사업화

 예지정비 (PdM) 사업화 예지정비 (PdM) 사업화

 자율 지능형 제조장비
사업화

 자율 지능형 제조장비
사업화

• 초격차 기술 기반 국내 및
글로벌 사업 확대

 NEO Platform 기반
전장비 사업화

 스마트 물류 Turn-key 
사업화

• 초격차 기술 기반 국내 및
글로벌 사업 확대

 NEO Platform 기반
전장비 사업화

 스마트 물류 Turn-key 
사업화

2018

2019

2020

2021
스마트팩토리 Top Tier

2022~



Warehouse/
Factory

Logistics
System

Process
Equipment

Inspection
System
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• SI 업체 및 타 장비사 대비 스마트팩토리 사업 기회 확보에 있어 독보적인 차별성과 경쟁력 보유

- SI업체 대비 차별성 : 시스템 / 장비 스마트화 필수 요소인 Domain knowledge 보유

- 타 장비사 대비 차별성 : 스마트팩토리 구현의 척추인 Logistics시스템에 대한 스마트화 역량 보유

스마트팩토리
(차별화 경쟁력)

ERP

AI 기반 생산 라인 운영

스마트
Logistics
솔루션

스마트
장비/ 시스템

SFA 차별화 경쟁력

다양한 산업에서의 장비

Domain Knowledge 확보

세계적인 경쟁력을 확보한

Logistics시스템 기술

SFA 사업 집중 영역

스마트
Factory
솔루션

WMS WCS WES Simulator

MCS ECS AI/SPC/
PdM

MES



AI 
외관검사기

In-line
3D CT 검사기

유통 물류
비전 인식
System주요

사업
아이템

• AI 이미징 기술로 세계 최고 수준의 검출율(95%↑) 및 미검 0% 달성(고객사 현장 적용 결과)

• 독보적인 기술 차별성으로 '21년 5백억원 이상 수주 확보, 향후 사업 지속 확대 전망

• 특화 이미지 프로세싱 및 알고리즘 기술(SIP)이 적용된 세계 최초 In-line 3D CT 비파괴 검사장비

• 해외 경쟁사 대비 확실한 검사 기술과 생산성

• ’21년 세계 최초 EV용 배터리 양산 라인 적용, 향후 시장 지배력 대폭 확대 전망

• AI OCR / Edge 컴퓨팅 기술로 제품 특성을 종합 분석하여 바코드 없이 모든 제품을 인식

• 국내 대형 유통 고객사 logistics라인 적용 및 사업화 확대 중

RPS
(Robot Picking 

System)

• AI 기반 대상체 분리 인식 및 최적 Picking Point 선정 기술로 다규격 / 다종 제품의 Robot Picking 가능

• 양산 라인 적용 및 사업 확대 중

29

• 스마트 Logistics시스템 사업화 본격적으로 진행 중

• 글로벌 최고 수준의 신개념 장비와 스마트솔루션의 결합으로 장비 부가가치 향상 및 사업 패러다임 변화 중
스마트팩토리

(사업화 현황)

• 공정 상 불량의 실시간 모니터링 및 Data 수집으로 생산 차질 원인을 사전에 예측 가능한 공정 장비로

제조 현장의 생산성 대폭 향상 가능

• 국내외 고객사 양산 라인 적용 및 사업 확대 중

Laminator
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주요
사업

아이템

• 3D 공간 영역 인식 딥러닝 알고리즘을 적용한 이적재로 공간 효율의 극대화로 고밀도 적재 가능

• 물류센터 납품, 사업 확대 중
Mixed

Palletizer

• PdM 및 AI 기반 위험 사전 감지 시스템을 국내 최초 적용한 물류 이송 특화 스마트 Vehicle

• 양산 라인 적용 및 사업 확대 중
OHS

• 다양한 자동 진단 기능 및 부품 수명 관리 등 PdM 기술로 최적의 컨디션

및 트랜드 관리가 가능한 고효율 스마트 Stocker

• Wafer 제조사 및 반도체 메이커의 양산 라인 적용

Stocker

• PdM 솔루션을 적용한 Fulfillment 등에 적용되는 Sorter 설비로 안정적인 설비 관리

및 무정지 라인 구현 가능

• 차세대 라인 적용을 위해 Demo 장비(PdM 솔루션 탑재) Test 진행 중

Cross Belt 
Sorter

• 스마트 Logistics시스템 사업화 본격적으로 진행 중

• 글로벌 최고 수준의 신개념 장비와 스마트솔루션의 결합으로 장비 부가가치 향상 및 사업 패러다임 변화 중
스마트팩토리

(사업화 현황)

자율주행
AGV

• AI 실시간 배정 및 이동 경로 최적화 기술로 반송 효율 극대화

• 양산 라인 적용 및 사업 확대 중

• AI 기반 실시간 배정 및 이동 경로 최적화 기술(OCS)로 반송 효율 극대화(10% 이상 개선)

• 예지보전(PdM) 기술로 반도체, Display 등의 대규모 제조 현장에서의 무정지 라인 구현

• Wafer 제조사 및 반도체 메이커 양산 라인 적용

OHT-OCS



4

중장기 성장전략
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중장기 사업확대

및 고속성장

교두보 확보

•동종 업계 최고의 장비 라인업 보유와 선제적 스마트 장비

개발로 차세대 Display 대규모 수주 역량 구축
클린
물류

•차세대 Display로의 사업 포트폴리오 전환 및 개발

가속화로 차세대 장비 시장 선점 기회 확보
공정
장비

Non-Display

Display

Display
사업 확충

•독보적 스마트 기술력 입증, 공정 장비 대규모 수주 역량

확보로 글로벌 Full Turn-key 사업 기반 마련
이차전지

•반도체 Main Fab 진입 노력 및 기술력 입증을 통한

대규모 수주 교두보 확보
반도체

•기술 내재화 / 다변화로 수입 의존도 탈피 및 스마트 물류

경쟁력 확보로 차기 고성장 사업 대응력 강화
유통
물류

Non-Display
사업

적극 확대

•당사 제품 전반의 높은 시장 지배력 확보 가능한 “Game 

Changer” 기술로 제조업 전반에서 필요한 스마트솔루션 / 

장비 사업화 역량 확보

스마트
팩토리스마트팩토리

SFA 전장비
지능화

및 사업화
스마트 요소기술 개발

스마트
센서

SPCAI

고등통계PdM

Edge
컴퓨팅

성장전략
• 사업 portfolio 확대 성공적으로 진행 중

- 이차전지 / 유통 / 반도체 등의 고성장 산업 부문에 전략적으로 집중하여 중장기 성장 기반 강화

• 지속적인 스마트팩토리 기술 개발 및 적용 확대로 차별화된 경쟁력 강화



주주친화정책
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SFA 기업 가치

시가총액 12,029억

Minus 상장 종속회사 지분가치

-6,306억
SFA반도체

(1조 706억 × 55% = 5,883억)

SNU프리시젼

(1,136억 × 37% = 423억)

Plus Net Debt (금융부채-보유현금) -3,800억

별도기준 SFA 사업 가치 1,923억

매월 평균 (억원)

월별 SFA 시가총액 추이

(2022년 2월 11일 기준)

2021년 2022년

34

12,512 

 -

 4,000

 8,000

 12,000

 16,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월

SFA 사업 가치
평가 수준

• SFA 시가총액은 본질가치를 충분히 반영하지 못하는 상황 지속

- 시가총액 대비 상당한 수준의 종속회사 지분가치 보유

- 상당한 규모의 순현금성자산 보유

※ 상기 Net Debt 금액은 1월말 기준임
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주주친화정책
강 화(1)

• 회사 가치에 부합하는 적정 주가 수준 확보 및 유지 가능하도록 주주친화정책 강화

■ 배당정책

 배당총액 규모 확대

- 배당가능이익 상당한 규모 보유

- 보유 중인 상당한 규모의 현금성 자산, 낮은 부채비율 고려 시 배당 확대 가능

 적정 주가 확보에 필요한 경우 중간배당도 적극 고려

■ 자사주 정책

 자사주 적극 매입

- 자사주신탁계약 현황 : 가용총액(507억), 매입액(256억:74만주), 가용잔액(251억)

- 적정 주가수준 확보 및 유지를 위해 자사주 매입 확대가 필요한 경우 추가 자사주신탁계약도 고려

 매입한 자사주 주식시장 매각 지양

- 자사주 소각 최우선 고려 (전략적 투자자에게 매각하는 경우 제외)

■ 주주친화정책 지속
 적정 주가 수준 확보 및 유지가 가능하도록 배당 확대 및 자사주 적극 매입 등의 주주친화정책 유지

- M&A, 신사업을 위한 대형 투자 등으로 인해 부채비율이 100% 이상에 달하지 않음을 전제
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주주친화정책
강 화(2)

• 제24기 배당총액 과거 대비 확대

• 주주친화정책 지속적으로 유지 계획

- 회사의 배당가능이익, 현금성자산 보유액, 부채비율이 주주친화정책을 지속하는데 충분함

배당가능이익 현금성자산 부채비율

※ 2021Y 배당 계획

자 본 총 계
자본금/자본잉여금
이 익 준 비 금
미 실 현 이 익

10,642억
△580억
△90억
△76억

배 당 가 능 이 익 9,896억

부 채 총 계
자 본 총 계

2,301억
10,642억

부 채 비 율 21.6%

㈜ 부채총계 : 외부차입금 없음

현금성자산 보유 총액

3,697억원

구 분 제24기(2021Y) 제23기(2020Y) 제22기(2019Y) 비 고

주당배당금 1,170원 950원 1,056원

주당배당금 / 배당총액을

과거연도 대비 확대

배 당 총 액 416.7억원 341.1억원 353.9억원

기 말 종 가 37,010원 38,150원 45,263원

시가배당률 3.2% 2.5% 2.3%

※ 주주친화정책 관련 지표 ; 2021년말 현재, 별도 기준
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연결종속회사 : 
SFA반도체
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경영실적
(연결기준)

• 한국본사의 모바일향 메모리 및 필리핀법인의 서버, PC향 메모리 제품 호조로 매출 성장

• 한국본사의 고수익 제품 확대와 생산성 향상, 가동률 상승으로 인한 수익성 개선

• Refinancing 효과(차입금 상환, 저금리)로 인한 이자비용 감소 등으로 순이익 확대

(단위 : 억원)

1

구 분 21Y YoY 20Y

매 출 액 6,411 11.9% 5,731

영 업 이 익
665 93.9% 343

10.4% 4.4%p 6.0%

순 이 익
551 213.1% 176

8.6% 5.5%p 3.1%

39



40

산업 전망

2

4288
4737

5737
5979

6221 6458
6979

2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년

글로벌 반도체 시장

자료출처 : 한국반도체협회 (2021) 자료출처 : PRM Analysis (2021)

(단위 : 억$) (단위 : 억$)

CAGR 15.7%

575

703 735
774

824 849

1022

280
359 387 409

454 476

643

2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년

후공정 및 OSAT 시장

후공정 시장 OSAT 시장

CAGR 17.6% 

CAGR 5.0%

CAGR 13.1%

CAGR 8.6%

CAGR 13.5% 

• 후공정 외주산업은 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상됨

- 4차 산업혁명, 자율주행 자동차, 데이터센터 등 수요로 반도체 시장은 지속적인 성장 전망

- 전공정 Tech 한계 극복을 위해 Packaging 중요성 확대로 후공정 시장의 성장세가 더 클 것으로 예상



경쟁력 및 차별성
(Memory)

• 법인별 차별화된 메모리 사업 전략을 통한 매출 및 수익성 향상

- 한국본사 : 최고의 적층 조립 기술과 안정적인 생산성으로 모바일향 고부가 메모리 비중 확대를 통한 매출, 수익 향상

- 필리핀법인 : 세계 최고 수준의 생산성, 원가경쟁력을 기반으로 서버용 및 PC용 메모리 제품 매출 확대

3
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110
127

155

180

220

2019 2020 2021 2022 2023

(단위 : B$)

한국 본사(1단지)

필리핀 법인

자료출처 : IC Insights

• 모바일향 메모리 제품 차별화된 경쟁력 지속 유지

(최고의 적층 조립 기술력, 안정적인 수율)

• 삼성, 하이닉스, 마이크론 Big3 메모리 고객사 확보

• 고부가 제품 비중 지속 확대를 통한 매출과 수익성 향상

Memory 반도체 시장

• 우수한 원가, 품질 경쟁력을 기반으로 메모리 사업 확대 중

• 서버, PC향 메모리 제품의 타사와 차별화된 경쟁력 지속 유지
(조립, Final Test, Module 일괄 생산라인)

• 제품 Tech 변화(DDR4 → DDR5)에 대한 선제적인 준비를
통한 사업 변화 대응 준비 중
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• 메모리 고단 제품 기술력 강화를 통한 경쟁력 확보 및 사업 확장 기반 구축

- 18단 이상 적층 및 30um 이하의 Wafer Handling등의 동종 기업 대비 최고 수준의 고단 제품 기술력을 통한

사업 경쟁력 우위 확보

- 국내 뿐 아니라 해외 고객사 사업 확대 기반 확보

경쟁력 및 차별성
(한국본사)

3

주요 항목 19Y 20Y 21Y 22Y

Wafer
Thinning 35um 30um 30um 28um

Chip
적층수 11단 15단 18단 18단

Attach
Film 두께 10um 10um 5um 5um
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214 194
358

1522

Philippines Vietnam China Korea

인건비 비교

경쟁력 및 차별성
(필리핀법인)

• 필리핀법인은 세계 최고 수준의 원가 경쟁력과 생산성을 통한 사업 지속 확대

- 인건비 경쟁력을 통한 세계 최고 수준의 원가 경쟁력 보유

- 높은 숙련도의 현지 인력들과 한국 엔지니어들의 체계적인 협업을 통한 동종 기업 최고 수준의 생산성 보유

(기준 : 21Y 최저임금($/월))

3

10.5%
17.9% 17.5%

34.8%

Philippines Vietnam China Korea

임금 상승률

(기준 : 17Y 대비 21Y 기준)

 한국 대비 14%, 중국 대비 60% 수준

 베트남보다 높지만 임금 상승률 고려 시 향후 인건비 경쟁력
우위

 필리핀 임금 인상률(정부 공시기준 / USD)

2017Y 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y

4.4% 5.3% 0.0% 5.0% 0.0% 

□ 필리핀 법인의 원가 경쟁력



사업 확대 전략
(S-LSI 확대)

• 고부가 사업인 S-LSI의 Bumping 사업 확대 중

- 상당한 투자비와 기술 장벽으로 신규 업체의 진입이 어려운 Bumping 사업에 대해 공격적인 투자 진행 중

- Bumping 및 EDS에 대한 지속적인 Capa. 확대를 통한 사업 확대

- 한국 본사의 Bumping, 필리핀 법인의 Packaging의 법인 간 연계사업 확대를 통한 시너지 확보, 종합 경쟁력 확대

4

구 분 17Y 18Y 19Y 20Y 21Y CAGR
('17Y → '21Y)

Bump

생산 Capa.
(장/월) 11,200 13,000 16,000 21,000 23,000 15.5%

전년대비
Capa. 증가율 - 16% 23% 31% 10% -

EDS

생산 Capa.
(장/월) 7,100 10,000 13,500 16,000 18,000 20.4%

전년대비
Capa. 증가율 - 41% 35% 19% 13% -

44



○ ○ ○ ○ ○ ○

A사 △ △ △ ○ ○

B사 ○ ○ ○

C사 ○ ○

D사 ○ ○

• 국내 유일 Packaging Total Solution Provider로 다양한 고객과 제품의 대응 가능 역량 보유

- WLP의 Turnkey Biz.(Bumping, EDS, DPS) 인프라로 고객 다변화, 제품다양화를 통한 사업 유지 기반 확보

- Bumping과 Conventional PKG의 사업 연계를 통한 사업 확대 및 수익 증대 가능

- 고객사의 다양한 생산 제품 Needs 대응을 통한 고객사 확대 기반 보유

Wafer Level Package

Bumping EDS DPS Ass’y Final Test Module

Conventional Package

사업 확대 전략
(사업 Portfolio)

4
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사업 확대 전략
(중장기 성장 전략)

• CIS 사업 진출을 통한 신성장 동력 확보 진행 중

• 자율주행 및 전기차량의 수요 증가로 고성장하는 Automotive 제품 기술력 확보 및 시장진입 추진

• S-LSI 시장 경쟁력 우위 확보 및 안정적 성장을 위한 다양한 Flip Chip 기술 확보 및 고도화 추진

4
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’21Y~’25Y : 12.6% 
- CIS 사업 진출에 필요한 기반 인프라(Class10 클린룸 등) 및 설비 투자 진행 중

- CIS 핵심 기술 개발 및 양산 체계 구축 중

’21Y~’25Y : 15.2% 
- 고신뢰성 Package 기술 확보 및 생산 체계 구축 중

- Automotive 반도체 시장 확대를 통한 중장기 S-LSI 사업 다변화 기반 확보

’21Y~’25Y : 10.2% 
- 고성능, 융복합화등의 고부가 제품 대응을 위한 다양한 Interconnection Flip Chip 기술 확보

- 고객의 다양한 Needs에 부합하는 기술 확보를 통한 고객 다변화 및 제품 다양화로 사업확대 추진

시장 성장성(CAGR) 추진 전략

CIS

Automotive 

Flip Chip 



사업 확대 전략
(재무 건전성)

• 효율화 / 생산성 향상을 통한 동종업계 최고 수준의 수익성 확보

• 안정적인 수익성을 바탕으로 지속적으로 재무구조 강화

• 재무안정성을 바탕으로 중장기 성장을 위한 투자여력 보유

4
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(단위 : 억원)□ 반도체 후공정 기업 현황

구 분 SFA반도체 A사 B사 C사 D사

매출

17Y 4,496 2,592 2,617 2,655 1,032 
18Y 4,579 3,192 2,675 2,501 1,196 
19Y 5,889 2,987 3,436 2,185 1,259 
20Y 5,731 3,113 2,692 2,013 1,270 

21Y3Q 4,600 2,640 2,450 1,919 826 

영업 이익률

17Y 5.7% 6.7% 9.2% 1.0% 6.0% 
18Y 7.4% 3.4% 8.6% -2.9% 5.9% 
19Y 6.6% 1.1% 12.4% -9.0% 1.4% 
20Y 6.0% 0.5% 6.2% -7.2% -5.6% 

21Y3Q 10.9% 6.7% 5.8% 7.2% -12.2% 

부채 비율

17Y 135% 216% 110% 39% 201% 
18Y 118% 189% 73% 36% 170% 
19Y 109% 180% 95% 34% 301% 
20Y 65% 221% 81% 57% 320% 

21Y3Q 53% 186% 92% 43% 397% 

보유 현금

17Y 1,124 64 479 59 26 
18Y 613 70 434 68 40 
19Y 924 60 319 78 62 
20Y 686 85 663 509 21 

21Y3Q 921 105 533 352 89 



음소거 기능 해제 후 질의하여 주시기 바랍니다.





첨 부






